
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ピ
ー
ル
強
度
（
N
/m
m
）

H2Oの分圧
小 大

第5世代移動通信システム（5G）用プリント
配線基板材料の表面改質に関する研究（第2報）
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第5世代移動通信システム（5G）は
従来よりも高い周波数帯域の

電波・電流を使用

高周波電流が銅を流れる際に
基板材料の影響を受けて

電流が流れにくくなる（伝送損失）

基板上に
電子回路の
パターンを

銅 などにより形成

高周波電流（出力）

高周波電流（入力）

よ
り
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高周波電流を伝送するプリント配線基板

○現行の基板材料の中で伝送損失が最も小さい
○そのため高い周波数でも使用可能 （6Gにも対応可能）

特
徴

他の材料とくっつかない（例：フッ素コーティングのフライパン）
銅との密着性が悪く、高周波用としては実用化されていない

課
題

観察・分析によるPTFEの表面状態の解明
銅と密着しやすいPTFEの表面改質方法の開発

これらの背景を踏まえて

PTFEを用いた5Gに適用可能なプリント配線基板を開発する
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が有望

背景・目的

高低

4G 5G 自動運転

PTFE（ 四フッ化エチレン樹脂）

LCP（液晶ポリマー）

PI（ポリイミド）
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ピール強度とプロセスガス分圧 はんだ耐熱性評価

ピール強度が1.0N/mmを超えるH2Oの分圧
条件がわかった．他のプロセスガスについ
てもPTFE基板のピール強度と表面改質条
件の関係性を調査し，表面改質条件の最適
化を図った．

2mol/Lの塩酸または水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液に5分間浸漬させる耐薬品性
の評価を行ったところ，銅部分にふくれやはがれが生じないことを確認した．

得られた成果

耐薬品性評価

表面改質を行い銅めっきしたPTFE基板のピール
強度と表面改質条件の関係性を調査し，表面改質
条件の最適化を図った．またフレキシブルプリント基
板としての実用性を評価するために，260℃のはん
だ槽に5秒間浮かべるはんだ耐熱性の評価，および
2mol/Lの塩酸またはNaOH水溶液に5分間浸漬させ
る耐薬品性の評価を行ったところ，銅部分にふくれ
やはがれが生じないことを確認した．

まとめ

260℃のはんだ槽に5秒間浮かべるはんだ耐熱性
の評価を行ったところ，PTFE基板の変形はあるも
のの銅部分にふくれやはがれが生じないことを確
認した．
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前
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後

評価後の両面PTFE基板

左：2mol/L塩酸，右：2mol/L NaOH水溶液


